
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　槽内底部に液供給口が設けられたカップ状のめっき槽と、当該めっき液槽の開口縁に沿
ってめっき対象物の周縁を載置できるようにされた環状載置部と、
当該環状載置部の下方で、且つめっき槽開口を形成する槽内壁面と同一面内に、めっき液
を排出できるように設けられた液流出口と、を備えており、
　環状載置部にあるめっき対象物のめっき対象面に向けて液供給口からめっき液を供給し
、液流出口からめっき液を排出しながらめっき処理を行うめっき装置において、
　前記環状載置部は、その内端部が槽内壁面より槽内側に突出している

ことを特徴と
するめっき装置。
【請求項２】
　槽内底部に液供給口が設けられたカップ状のめっき槽と、
　液流出口が設けられるとともに、めっき槽開口上部に配置できるようにされた環状トッ
ププレートと、
　当該環状トッププレートの開口縁に沿ってめっき対象物の周縁を載置できるようにされ
た環状載置部とを備え、
該環状トッププレートはめっき槽開口と環状載置部との間に挟持されることで環状載置部
の下方に液流出口が位置することになり、
　環状載置部に載置されためっき対象物のめっき対象面に向けて液供給口からめっき液を
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とともに、槽内側
に突出している内端側を支持するための補強手段を内端部下側に備えられた



供給し、液流出口からめっき液を排出しながらめっき処理を行うめっき装置において、
　環状トッププレートは、めっき対象面の外周端より外側方向に離れた位置に液流出口が
設けられており、環状載置部を下方から支持するための補強手段を備えられていることを
特徴とするめっき装置。
【請求項３】
　補強手段は、環状トッププレートの開口を形成する内壁面に、めっき槽内側へ突出した
状態で立設され、環状載置部を下方から支持するようにされた補強板である請求項 に記
載のめっき装置。
【請求項４】
　液流出口は複数設けられており、
　補強板は、メッキ槽中心から放射状になるように複数配置されるとともに、該補強板に
より区画された区画液室の、隣接した区画液室に流入するめっき液が相互に流通可能とな
るようにする貫通路を備えられたものである請求項３に記載のめっき装置。
【請求項５】
　補強板は、めっき槽内側へ突出した状態の先端部がその断面形状を先細状に形成された
ものである請求項３又は請求項４に記載のめっき装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は半導体用ウェハー等のめっき対象物にめっきを行うめっき装置に関し、特に、め
っき槽開口にめっき対象物を載置し、そのめっき対象物のめっき対象面に向けてめっき液
を供給しながらめっき処理を行うようになっている噴流式のめっき装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体用のウェハーや電子基板等のめっき対象物に対して、種々のめっき処理が行
われている。そして、このようなめっき対象物にめっき処理を行う装置の一つとして、噴
流式のめっき装置が知られている。
【０００３】
この噴流式めっき装置は、一般的に、槽内底部に液供給口が設けられたカップ状のめっき
槽と、当該めっき液槽の開口に沿ってめっき対象物の周縁を載置できるようにされた環状
載置部と、当該環状載置部の下方で、且つめっき槽開口を形成する槽内壁面と同一面内に
、めっき液を排出できるように設けられた液流出口とを備えた構造とされており、環状載
置部にあるめっき対象物のめっき対象面に向けて液供給口からめっき液を供給し、液流出
口からめっき液を排出しながらめっき処理を行うようになっている。
【０００４】
つまり、この噴流式めっき装置では、めっき対象面に向けて噴流で供給されためっき液が
めっき対象面の全面に沿って流動し、液流出口から排出される。特に、液供給口が槽底部
中央に設けられている場合、めっき液はめっき対象面の中央に向けて噴流されて供給され
ることになり、めっき対象面では、その中央付近から周辺方向に広がるような流動状態で
めっき液が接触する。そのため、この噴流式めっき装置は、めっき対象面全面に均一なめ
っき処理を行えるものである。さらに、この噴流式めっき装置は、環状載置部に載置する
めっき対象物を順次取り替えてめっき処理ができるので、小ロット生産やめっき処理の自
動化に好適なものとして広く利用されている（例えば、特許文献１、特許文献２）。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００２－１４６５９３
【特許文献２】
特開２００２－１７３７９４
【０００６】
ここで、図９及び１０に従来の噴流式めっき装置断面概略を示す。図９に示すように、噴
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流式のめっき装置１００は、カップ状のめっき槽１１０と、めっき対象物Ｗを載置する環
状載置部１２０とを備え、環状載置部１２０の下方にはめっき液の液流出口１１２が設け
られている。めっき槽１１０央底部には、めっき対象物Ｗのめっき対象面Ｗｓに向けてめ
っき液を噴流する液供給口１１１が設けられ、液供給口１１１の周囲には陽極（アノード
電極）１１４が配置されている。
【０００７】
図１０は、図９の環状載置部１２０の一部を拡大図示したものである。環状載置部１２０
は、めっき槽１１０の開口と同一形状の開口を有する環状載置台１２１と、当該環状載置
台１２１の上に設置された環状シールパッキンと１２２、シールパッキンの上面に設置さ
れた環状の陰極（カソード電極）１２３とからなる。シールパッキン１２２や陰極１２３
は、トップリングパッキン１２４を介してトップリング１２５によりめっき槽１１０上に
固定されている。また、シールパッキン１２２は、その内周縁側に、上向きへ突き出た環
状の凸部を備えている。
【０００８】
この噴流式めっき装置１００でめっき処理を行う場合は、めっき対象物Ｗのめっき対象面
Ｗｓを下方にし、環状載置部１２０上にめっき対象面Ｗｓの周縁を載置して、めっき対象
物の外周部を押圧手段１３０で環状載置部側に上から押圧して、めっき液の液漏れを防止
すると共にめっき対象面Ｗｓの周縁と陰極１２３とが接触するようにして通電可能な状態
を確保する。そして、液供給口１１１からめっき液を槽内に供給し、めっき槽１１０内を
めっき液で充満して、液流出口１１２からめっき液を排出することで、めっき対象面Ｗｓ
の中央付近から周辺方向に広がるような流動状態（図９太線矢印）で、めっき対象面Ｗｓ
全面にめっき液を接触させ、その後通電してめっき処理を行う。
【０００９】
図１０を見ると判るように、この噴流式のめっき装置１００では、環状載置部１２０の下
方位置に液流出口１１２が設けられているので、液流出口１１２に向かって流動するめっ
き液は、めっき対象面Ｗｓの外周付近で滞留する現象を生じる（二点鎖線で模式的に表現
している）。尚、図１０中に示すめっき液流動の滞留状態を二点鎖線のように示している
のは、あくまでも模式的に簡略化して表現することで容易に理解できるようにしているに
すぎず、実際に生じる液流動はかなり複雑である。また、図１０以外の図中に示す二点鎖
線で示す液流動の滞留状態も同様に模式的に示したものである。
【００１０】
図１０のように、めっき対象面の外周付近に液流動が滞留すると、めっき液中のエアーが
この付近に溜まりやすい傾向となる。そのため、このような液流動の滞留により、めっき
対象面の外周付近におけるめっき処理が不均一になる現象が生じる。より具体的には、例
えばめっき対象物として直径２００ｍｍのウェハー（めっき対象面直径約１９０ｍｍ）を
めっき処理すると、めっき対象面の外周端から１５～２０ｍｍ程度内側の部分で、めっき
厚が薄くなる傾向がある。そして、めっき対象面外周端から１０ｍｍ内側までの部分では
、エアー滞留の影響により、不均一なめっき性状となるのである。このようなことは、め
っき対象面の使用可能面積を制限することになり、めっき対象物がウェハーなどの場合に
は、生産歩留りを低下する要因となり好ましくない。
【００１１】
上述の問題に対して、従来の噴流式めっき装置では、めっき対象面の外周辺付近に生じる
めっき液流動の滞留状態を解消すべく、めっき槽内に撹拌手段を備える対策法が提案され
ている（例えば、特許文献３）。
【００１２】
【特許文献３】
特開２００１－０６４７９５
【００１３】
この撹拌手段によれば、外周辺付近におけるめっき液流動の滞留状態は解消できるものの
、めっき装置の構造が複雑になり、メインテナンス性が低下する。さらに、めっき槽内に
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配置する撹拌手段の大きさ、形状等の考慮して、最適なめっき条件を予め検討しておく必
要も生じる。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、以上のような事情を背景になされたもので、従来の噴流式めっき装置で生じて
いた、めっき対象面の外周辺付近でのめっき液流動の滞留現象を、装置構造を複雑にする
ことなく解消できるめっき処理技術を提供せんとするものである。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明者らが鋭意研究した結果、本発明は、カップ状のめっき
槽開口上に設けられた環状載置部にめっき対象物を載置して、槽内底部に設けられた液供
給口から、めっき対象物のめっき対象面に向けてめっき液を供給し、めっき対象面全面に
めっき液を接触させて、環状載置部の下方位置に設けられた液流出口からめっき液を排出
しながらめっき処理を行うめっき方法において、環状載置部の下方位置に設けられた液流
出口を、めっき対象面の外周端より外側方向に離れた位置に設け、めっき対象面の外周付
近でめっき液流動の滞留を生じないようにしてめっき処理を行うものとした。
【００１６】
本発明に係るめっき方法によれば、環状載置部の下方位置に設けられる液流出口が、めっ
き対象面の外周端よりも外側に位置することになり、めっき対象面外周付近ではめっき液
の流動が妨げられることがなくなる。つまり、環状載置部の下方の液流出口が、めっき対
象面外周端よりも外側に位置しているので、めっき対象面の外周付近でのめっき液流動の
滞留現象は生じず、エアー等も溜まることがないのである。本発明によれば、撹拌手段等
の複雑な機構をめっき槽内に設ける必要もなく、めっき液の液流出口の位置を変更するだ
けでよく、装置設計上容易に対応が可能なものである。
【００１７】
本発明に係るめっき方法を行う場合、その装置構造には特に制限はない。要は、液流出口
をめっき対象面の外周端より外側位置に配置されるような構造を採用すればよい。より具
体的には、本発明に係る第一のめっき装置として、槽内底部に液供給口が設けられたカッ
プ状のめっき槽と、当該めっき液槽の開口縁に沿ってめっき対象物の周縁を載置できるよ
うにされた環状載置部と、当該環状載置部の下方で、且つめっき槽開口を形成する槽内壁
面と同一面内に、めっき液を排出できるように設けられた液排出口とを備えており、環状
載置部に載置されためっき対象物のめっき対象面に向けて液供給口からめっき液を供給し
、液排出口からめっき液を排出しながらめっき処理を行うめっき装置において、前記環状
載置部は、その内端部が槽内壁面より槽内側に突出しているものとすることができる。
【００１８】
この本発明に係る第一のめっき装置によれば、環状載置部の下方位置にめっき液の液流出
口がないので、めっき対象面の外周付近にはめっき液流動の滞留やエアーの溜まりは生じ
なくなる。そして、この本発明に係るめっき装置は、従来の噴流式のめっき装置を簡単に
改造することで実現できる。つまり、従来の噴流式めっき装置であって、カップ状のめっ
き槽の槽壁（開口を形成する側壁）に液流出口が設けられている場合、めっき槽をそのま
まの大きさで使用する際には、環状載置部の開口部分の大きさをめっき槽の開口よりも小
さくすればよい。或いは、環状載置部をそのまま大きさで使用する場合は、めっき槽の開
口を大きくすることで対応が可能である。従って、めっき装置の基本構造自体何ら複雑に
することなく、メインテナンス性も十分に確保されためっき装置とすることができる。
【００１９】
本発明に係る第一のめっき装置とする場合、環状載置部の槽内側に突出している内端部の
下側に補強手段を備えるようにすることが好ましい。通常、噴流式のめっき装置ではめっ
き対象物を環状載置部に載置してめっき処理を行うが、その際、めっき対象物の周辺から
めっき液が漏洩しないように、環状載置部に備えられたシールパッキンにめっき対象面の
周縁部分（環状載置部に載置される部分）を液密的に密着するように、めっき対象物の非
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めっき対象面側から環状載置部に向けてめっき対象物の周辺を押圧することが行われる。
本発明に係る第一のめっき装置では、環状載置部の内端が槽内側に突出した状態であり、
非めっき対象面側から環状載置部に向けて押圧する際の、環状載置部の強度不足が懸念さ
れる。そこで、環状載置部の槽内側に突出している内端部の下側に補強手段を備えること
で、環状載置部の強度不足を補おうとするものである。
【００２０】
この補強手段は、環状載置部の槽内側に突出している内端部の下側を支持する、例えば支
持柱などを配置することで対応きるが、この補強手段の構造自体に制限はない。要は、突
出した環状載置部を下側から支えて補強できる構造であえればよいものである。但し、め
っき槽内のめっき液流動をなるべく妨げないような構造を採用することが好ましい。
【００２１】
また、本発明に係るめっき方法を実施する場合、別のめっき装置構造として次のようなも
のが採用できる。本発明に係る第二のめっき装置は、槽内底部に液供給口が設けられたカ
ップ状のめっき槽と、液流出口が設けられるとともに、めっき槽開口上部に配置できるよ
うにされた環状トッププレートと、当該環状トッププレートの開口縁に沿ってめっき対象
物の周縁を載置できるようにされた環状載置部とを備え、該環状トッププレートはめっき
槽開口と環状載置部との間に挟持されることで環状載置部の下方に液流出口が位置するこ
とになり、環状載置部にあるめっき対象物のめっき対象面に向けて液供給口からめっき液
を供給し、液流出口からめっき液を排出しながらめっき処理を行うめっき装置において、
環状トッププレートは、めっき対象面の外周端より外側方向に離れた位置に液流出口が設
けられており、環状載置部を下方から支持するための補強手段を備えられているものであ
る。
【００２２】
従来の噴流式めっき装置として、環状トッププレートを用いて構成するものがある。上記
した本発明に係る第一のめっき装置のように、液流出口はめっき槽を構成する槽壁に形成
することもできるが、めっき槽自体に液流出口を設けてしまうと、液流出口の数、配置等
の変更は容易に行えなくなる。そのため、めっき槽開口と同形状の開口部を有するともに
、めっき槽開口と環状載置部との間に挟持されるように形成された環状トッププレートに
液流出口を設けた構造のめっき装置が採用されている。このような環状トッププレートを
使用すると、液流出口の数、配置等を変更した種々の環状トッププレートを準備しておき
、この環状トッププレートを交換するだけでめっき液の流出状態を容易に制御することが
可能となるのである。
【００２３】
この環状トッププレートを備えるめっき装置の場合、本発明に係るめっき方法を実現でき
るようにするには、環状トッププレートの液流出口を、めっき対象面の外周端から外側方
向に離れた位置に設け、環状載置部を下方から支持するための補強手段を備えるようにす
ればよい。この第二のめっき装置構造を採用することで、めっき対象面の外周付近にはめ
っき液流動の滞留やエアーの溜まりは生じなくなる。そして、この第二のめっき装置の場
合、従来のめっき装置における環状トッププレートの改造を行うだけで、本発明のめっき
方法を容易に実現することできる。
【００２４】
本発明に係る第二のめっき装置を採用する場合、補強手段は、環状トッププレートの開口
を形成する内壁面に、めっき槽内側へ突出した状態で立設され、環状載置部を下方から支
持するようにされた補強板とすることが好ましい。環状トッププレートは環状載置部の直
下に位置するので、この環状トッププレートの内壁面側に、環状載置部の下方を支持でき
るような補強板を立設した状態で設けておけば、めっき槽開口と環状載置部との間に環状
トッププレートを挟持するだけで環状載置部が補強板により支持され、環状載置部強度を
確保することができる。つまり、めっき槽内に別途補強手段を設ける必要がなく、めっき
装置構造を複雑にすることがない。この環状トッププレートの補強板を立設した状態で設
けるのは、環状トッププレートの液流出口の入口をできるだけ塞がないようにして、めっ
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き液の流動を妨げないようにするためである。そして、この補強板は、複数設けておくこ
とで、環状載置部の強度を確実に補強することができる。
【００２５】
そして、この環状トッププレートに補強板を設ける場合、液流出口を複数設け、補強板を
メッキ槽中心から放射状になるように複数配置し、そして、補強板により区画された区画
液室の、隣接した区画液室に流入してくるめっき液が相互に流通可能となるようにする貫
通路を補強板に設けておくことが好ましい。環状トッププレートに複数の補強板を放射状
に配置すると、液流出口の入口には、補強板により区画された空間、即ち区画液室が形成
される。液供給口からめっき対象面に向けて供給されためっき液は、めっき対象面と接触
して液流出口に向かって環状トッププレートの液流出口へ流動する。この際、補強板によ
り区画されて形成される区画液室が、隣接する区画液室と完全に遮断された状態であると
、各区画液室へ定常的に流れ込む液流れ状態に影響された液流れ状のめっき不良を生じる
ことが懸念される。そこで、隣接する区画液室に流入するめっき液が相互に隣の区画液室
と流通できるように、補強板に貫通路を設けておくと、液流れの影響によるめっき不良を
防止できるのである。この貫通路は、補強板に貫通した孔を設けることや、補強板の一部
を切り欠いたりすることによって形成することができる。
【００２６】
さらに、環状トッププレートに補強板を設ける場合、めっき槽内側へ突出した状態の補強
板の先端部はその断面形状を先細状に形成することが好ましい。液流出口に向かうめっき
液の流動が補強板によって妨げられたり、補強板の先端付近で乱流等を生じないようにす
るためである。補強板の先端部の断面形状を先細状に形成しておけば、めっき液は補強板
の先端部に当たっても、その流動状態を妨げられたり、乱流等を生じることなく、区画液
室を通ってスムーズに液流出口から排出されることになる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るめっき方法及びめっき装置の好ましい実施形態について図面を参照し
つつ説明する。
【００２８】

：この第一実施形態は、めっき槽の槽壁にめっき液の液流出口を備えたタイ
プのめっき装置である。図１は、本第一実施形態におけるカップタイプのめっき装置概略
断面を表したものである。図１で示すように、本実施形態におけるめっき装置１は、めっ
き槽１０の開口に沿って環状載置部２０が配置されている。めっき槽１０の底部中央には
、液供給口１１が設けられており、めっき槽１０の開口を形成する周壁１０ａには、めっ
き槽内に供給されためっき液を排出する液流出口１２が設けられている。この液流出口１
２は、めっき槽２０の槽壁内部に設けられた液排出路１３に連通しており、この液排出路
１３は図示せぬめっき液貯槽へめっき液を送液できるようにされている。また、液供給口
１１の周囲には、リング状のアノード電極１４が配置されており、このアノード電極１４
は図示せぬ外部電極と接続できるように接続端子１５と連結できるようにされている。
【００２９】
図２は、図１の環状載置部２０の部分を拡大した概略断面図である。環状載置部２０は、
めっき槽１０の開口よりも小さな開口とされた環状載置台２１と、その上に配置された環
状のシールパッキン２２と、めっき対象物Ｗのめっき対象面Ｗｓ周縁と接触できるように
された環状のカソード電極２３と、トップリングパッキン２４を介して環状載置台２２の
外周領域を覆う環状のトップリング２５が配置されており、シールパッキン２２およびカ
ソード電極２３は、トップリング２５とめっき槽１０の開口上部とに挟まれた状態でめっ
き槽１０に固定されている。
【００３０】
そして、環状載置部２０には、めっき対象面Ｗｓを下方にした状態でめっき対象物Ｗの周
辺部分が載置され、押圧手段３０に設けられた環状の押圧部材３１により、めっき対象物
Ｗ上面の全周を押圧し、環状載置部２０へめっき対象物Ｗを固定するようになっている。
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この時、めっき対象物Ｗのめっき対象面Ｗｓの周縁は、シールパッキン２２に液密的に密
着すると共に、メッキ電流供給用のカソード電極２３と接触することとなる。尚、シール
パッキン２２の先端側には、凸部が設けられており、液漏れの防止が確実になるようにさ
れている。
【００３１】
この第一実施形態のめっき装置の場合、図２のように、環状載置部２０の内端部２０ａが
めっき槽の槽内側、より具体的にはめっき槽２０の開口よりも内側に突出した状態となる
。そのため、この内端部２０ａの下側には、めっき槽周壁１０ａを基端とした支持アーム
２６が補強用に設けられている。図示は省略するが、この支持アーム２６は、環状載置部
２０の内端開口に沿って複数配置されており、押圧手段３０によりめっき対象物Ｗの周辺
が環状載置部２０に押圧されても、強度不足で破損、変形等を起こさないようにされてい
る。
【００３２】
この第一実施形態のめっき装置１によると、めっき対象物Ｗのめっき対象面Ｗｓに向けて
供給されためっき液は、図１の太線矢印で示すように、めっき対象面Ｗｓの中央付近から
周辺方向に広がるように流動をする。そして、めっき対象面Ｗｓの外周付近では、めっき
液の流動に大きな滞留を生じることなく、めっき対象面Ｗｓの外周端より外側に設けられ
た液流出口１２に流れ込むことになる。そして、めっき液流動の滞留は、めっき対象面Ｗ
ｓの外周端よりも離れた位置、即ち、液流出口の付近において生じることとなる（図２の
二点鎖線により模式的に表示している）。
【００３３】

：この第二実施形態は、めっき槽の開口上部に環状トッププレートを備えた
タイプのめっき装置である。図３は、本第二実施形態におけるカップタイプのめっき装置
概略断面を表したものである。尚、この第二実施形態を説明する図面において、上記第一
実施形態のめっき装置と同じ構成部材に関しては同一の符号を付している。図３で示すよ
うに、本実施形態におけるめっき装置１’は、めっき槽１０の上部開口に沿って環状トッ
ププレート４０が配置され、その上に環状載置部２０が配置されている。そして、この環
状載置部２０には、めっき対象物Ｗが載置され、このめっき対象物Ｗのめっき対象面Ｗｓ
に対してめっき処理が行えるものである。めっき槽１０に設けられた液供給口１１、アノ
ード電極１４は第一実施形態の場合と同様であるので詳細は省略する。
【００３４】
続いて、環状トッププレート４０に関して図４から図６に基づいて説明する。図４は、環
状トッププレート４０の平面概略図を示しており、図５は、図４中に一点鎖線の円で囲ん
だＡ部分の拡大概略図を示しており、図６は、Ａ部分付近の斜視図を示したものである。
【００３５】
環状トッププレート４０は、環状トッププレート基台４１の内壁面４１ａにめっき槽１０
の開口中心に突出するように、複数の補強板４２が放射状に立設されている。この補強板
４２の先端上部には、環状載置部２０の内端部２０ａの先端下側に当接して該内端部２０
ａ（図７参照）を支持補強するために設けられた補強突起４２ａが設けられている。この
補強突起４２ａは、補強板２０の上部を一部切り欠いて除去することにより形成されたも
のである。また、環状トッププレート基台４１は、補強突起４２ａと同一高さ位置となる
ように液流出口形成用段差４１ｂが形成されており、めっき槽１０の液流出路１３に連通
するように形成された液抜き孔４１ｃが環状に沿って複数設けられている。更に、補強板
４２の先端部分は、めっき液の流動を妨げないように、その断面形状を先細状に形成され
ている。
【００３６】
次に、この環状トッププレート４０とめっき槽１０と環状載置部２０とを組み合わせる方
法について、図７及び図８を参照しながら説明する。図７は、図３に示した第二実施形態
のめっき装置概略断面図の一部を拡大したものである。また、図８は、めっき槽１０開口
に環状トッププレート４０を配置し、その上に環状載置部２０を設けていく状態を、各平
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面図の一部を図示する組立順平面図である。
【００３７】
図８において、Ｉ領域はめっき槽１０の開口上部の一部平面図であり、ＩＩ領域はめっき
槽１０の開口の上に環状トッププレート４０を配置した際の状態を示す一部平面図であり
、ＩＩＩ領域は環状トッププレート４０の上に環状載置台２１を配置した状態を示す一部
平面図であり、ＩＶ領域は、環状載置台の上にシールパッキン２２、カソード電極２３、
パッキン２４、トップリング２５を重ねて配置した状態を示す一部平面図を示している。
この図８のように各部材を重ねて構成すると、図７に示すような断面構造となる。
【００３８】
その結果、環状載置台２１と環状トッププレート４０との間には、環状トッププレートの
液流出口用形成用段差４１ｂにより、液流出口１２が形成される。また、補強板４２と環
状載置台２１との間には、補強突起４２により貫通路４３を形成する。この貫通路４３は
、補強板４２より区画される区画液室４４に流れ込むめっき液が、隣接する各区画液室４
４と相互に流通可能にするものである。
【００３９】
この第二実施形態のめっき装置１’よると、めっき対象物Ｗのめっき対象面Ｗｓに向けて
供給されためっき液は、図３の太線矢印で示すように、めっき対象面Ｗｓの中央付近から
周辺方向に広がるように流動をする。そして、めっき対象面Ｗｓの外周付近では、めっき
液の流動に大きな滞留を生じることなく、めっき対象面Ｗｓの外周端より外側に設けられ
た液流出口１２に流れ込むことになる。そして、めっき液流動の滞留は、めっき対象面Ｗ
ｓの外周端よりも離れた位置、即ち、液流出口１２の付近において生じることとなる（２
点鎖線で模式的に表示している）。また、補強板４２には貫通路４３が形成されているた
め、区画液室４４に流れ込むめっき液は、隣りにある区画液室４４に流通でき、めっき液
の液流れによる液流れ状のめっき不良が解消される。
【００４０】
次に、上記した第一及び第二実施形態のめっき装置に関して、めっき液中のエアー除去能
力テストを行った結果について説明する。テストに使用した第一及び第二実施形態のめっ
き装置は、ともにφ２００ｍｍウェハーをめっき処理するタイプのもので、めっき液循環
流量（液供給量に相当）が２５Ｌ／ｍｉｎである。
【００４１】
エアー除去能力テストは、液供給口からめっき液を供給し、めっき槽内にめっき液を充満
させてから６０秒経過後めっき槽内に残留するエアーの状態を確認することによって行っ
た。このエアーの残留状態は、ガラスで形成したウェハーサンプルを環状載置部に載置し
、ガラスを通してめっき槽内を目視により確認することで行った。
【００４２】
その結果、第一及び第二実施形態のめっき装置の両方において、めっき対象面の外周付近
にはエアーの滞留は確認されなかった。従来タイプのめっき装置では、めっき対象面周辺
付近（外周端から１０内側迄の間）に、エアーの滞留している状態が認められていたこと
から、本実施形態のめっき装置では、液流出口がめっき対象面外周付近で生じていないこ
とが判明した。
【００４３】
最後に、上記第二実施形態のめっき装置により、めっき対象物としてウェハーをめっき処
理した際のめっき処理有効面積調査を行った結果を説明する。
めっき処理に用いたウェハーは、直径２００ｍｍであり、めっき対象面は直径１９０ｍｍ
であった。めっき処理は、めっき対象面にＣｕの金属シード施されたＣｕシード付きウェ
ハーのめっき対象面全面にＣｕめっきを行うものと、めっき対象面にＡｕの金属シード施
されたＡｕシード付きウェハーのめっき対象面全面にＡｕめっきを行うものの二種類によ
った。Ｃｕめっきには、硫酸銅系めっき液（商品名ミクロファブＣｕ：日本エレクトロプ
レイティングエンジニヤ -ス社製）を用い、Ａｕめっきには、ノンシアン系Ａｕめっき液
（商品名ミクロファブＡｕ：日本エレクトロプレイティングエンジニヤ -ス社製）を用い
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た。また、比較のために、図９、１０で示した従来タイプのめっき装置でも、同様な条件
で、Ｃｕめっき及びＡｕめっきを行った。
【００４４】
Ｃｕめっき処理条件は、液温２５℃、めっき液循環量２５Ｌ／ｍｉｎ、めっき対象面の理
論電流密度が１Ａ／ｄｍ２ となるようにめっき電流を供給し、目標めっき厚み１．０μｍ
（めっき電流供給時間１０２ｓｅｃ）で行った。また、Ａｕめっき処理条件は、液温６０
℃、めっき液循環量２５Ｌ／ｍｉｎ、めっき対象面の理論電流密度が０．１Ａ／ｄｍ２ と
なるようにめっき電流を供給し、目標めっき厚み１．０μｍ（めっき電流供給時間９６６
ｓｅｃ）で行った。
【００４５】
Ｃｕめっき及びＡｕめっき処理を行ったそれぞれのウェハーについて、被めっき面のめっ
き厚を測定し、直径方向のめっき厚の状態を調べた。めっき厚は、直径方向＜ウェハーの
ノッチ（切り欠き）部分と直角に交わる方向＞に１．５ｍｍ間隔で１２１ポイントにおい
て抵抗値を測定し、その測定値をめっき厚の代替値として用いた。この抵抗測定装置には
、テンコール社製オムニマップＲＳ７５を用いた。そして、各ポイントの測定抵抗値を集
計して、最大値（ＭＡＸ）、最小値（ｍｉｎ）、平均値（Ａｖｇ．）、標準偏差（σ）、
標準偏差／平均値（σ／Ａｖｇ．）を算出した。その結果を表１に示す。尚、表１に示す
数値は、測定抵抗値（ｍΩ／ＳＱ）及びその抵抗値から導出したものである。
【００４６】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４７】
表１を見ると判るように、Ｃｕめっきの場合、均一性の指標となるσ／Ａｖｇ．の値は、
第二実施形態のメッキ装置の方が小さくなっており、従来タイプよりも均一性の高いめっ
き処理がされていることが判明した。また、従来タイプのめっき装置では、直径方向にお
ける抵抗値分布状態を見ると、めっき対象面の外周端から１５～２０ｍｍ内側の部分にお
いて、めっき対象面中心付近に比べ抵抗値が高くなっていることが確認された。測定抵抗
値が高い値を示すのはめっき厚が薄いことに対応するものであり、従来タイプではめっき
対象面外周端付近で液流動の滞留が生じているものと考えられた。一方、第二実施形態の
めっき装置では、直径方向における測定抵抗値の分布状態を見ても、めっき対象面外周端
から１５～２０ｍｍ内側部分であっても、他の部分（中央付近）との大きな差は認められ
なかった。つまり、第二実施形態のめっき装置では、めっき対象面の外周付近であっても
中央付近と同様に均一な厚みのめっき処理が施され、ウェハーの使用面積を広くすること
が可能になることが判明した。
【００４８】
そして、表１に示すように、Ａｕめっきの場合、均一性の指標となるσ／Ａｖｇ．の値は
、第二実施形態のめっき装置の方がかなり小さな値となっており、従来タイプよりも非常
に均一性の高いめっき処理がされていることが判明した。また、従来タイプのめっき装置
では、Ｃｕめっきと同様に、直径方向における抵抗値分布状態を見ると、めっき対象面の
外周端から１５～２０ｍｍ内側の部分において、めっき厚が薄くなっていることが確認さ
れた。一方、第二実施形態のめっき装置では、直径方向における測定抵抗値の分布状態を
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見ると、めっき対象面全面で非常に均一なめっき処理が施されていることが確認された。
従って、第二実施形態のめっき装置は、めっき対象面の外周付近であっても中央付近と同
様に均一な厚みのめっき処理が施せ、ウェハーの使用面積を広くすることがＡｕめっき処
理によっても確認された。
【００４９】
【発明の効果】
本発明のめっき装置によれば、従来の噴流式めっき装置で生じていた、めっき対象面の外
周辺付近でのめっき液流動の滞留現象を、装置構造を複雑にすることなく解消できる。そ
して、めっき対象物のめっき処理後の使用可能面積を広くすることができるので、製品歩
留り向上することが可能となる
【図面の簡単な説明】
【図１】第一実施形態に係るめっき装置の概略断面図。
【図２】図１の一部拡大断面図。
【図３】第二実施形態に係るめっき装置の概略断面図。
【図４】第二本実施形態の環状トッププレートの平面図。
【図５】図４の一部拡大断面図。
【図６】第二本実施形態の環状トッププレートの斜視図。
【図７】図３の一部拡大断面図。
【図８】第二実施形態のめっき装置に関する組立順平面図。
【図９】従来タイプのめっき装置の概略断面図。
【図１０】図９の一部拡大断面図。
【符号の説明】
１、１‘　めっき装置
１１　　　液供給口
１２　　　液流出口
１４　　　アノード電極
２０　　　環状載置部
２１　　　環状載置台
２２　　　シールパッキン
２３　　　カソード電極
２５　　　トップリング
２６　　　支持アーム
４０　　　環状トッププレート
４１ａ　　内壁面
４１ｂ　　液流出口形成用段差部
４１ｃ　　液抜き孔
４２　　　補強板
４２ａ　　補強突起
４３　　　貫通路
４４　　　区画液室
Ｗ　　　　めっき対象物
Ｗｓ　　　めっき対象面
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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